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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複合の温度および圧力感知デバイスであって、
　単一のボディを含み、当該単一のボディは、
　中心軸を規定する円筒状のボディ部と、
　前記中心軸に隣接する前記円筒状のボディ部を通って延在する第１のキャビティとを含
み、
　当該第１のキャビティは、
　前記中心軸からオフセットされた管状のオリフィスであって、前記管状のオリフィスの
開放された近位端から前記管状のオリフィスの包囲された遠位端へ延在する、前記管状の
オリフィスと、
　前記円筒状のボディ部から遠位に延在し、かつ前記管状のオリフィスの遠位端を包囲す
る前記単一のボディのローブとを含み、
　前記デバイスはさらに、
　前記円筒状のボディ部を通る第２のキャビティであって、前記第２のキャビティの開放
された遠位端から前記円筒状のボディ部の近位貫通孔へ延在しかつ前記中心軸からオフセ
ットされた前記第２のキャビティを含み、
　前記第２のキャビティは、
　前記第２のキャビティの前記開放された遠位端から前記近位貫通孔へ向かって延在し、
かつ前記管状のオリフィスの周囲を延在する第２のオリフィスを含み、
　前記デバイスはさらに、
　前記管状のオリフィスと前記第２のオリフィスとの間の境界を規定する壁と
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を含む、前記デバイス。
【請求項２】
請求項１に記載のデバイスであって、前記壁が、前記中心軸に対して垂直な断面において
半円形の幾何形状を含む、前記デバイス。
【請求項３】
請求項１に記載のデバイスであって、
　前記管状のオリフィスの前記開放された近位端に取り付けられた温度センサキャリアを
含み、前記温度センサキャリアが、
　　導電性近位面と、
　　前記導電性近位面に電気的に結合され、且つ、前記管状のオリフィスの前記包囲され
た遠位端に取り付付けられた、温度感知素子と
を含む、前記デバイス。
【請求項４】
請求項３に記載のデバイスであって、
　前記ワイヤボンディング可能な近位面から抵抗溶接可能な面に遠位に延在する電気的に
導電性の部材を含み、前記抵抗溶接可能な面が前記温度感知素子の端子に溶接される、前
記デバイス。
【請求項５】
請求項３に記載のデバイスであって、前記導電性近位面がワイヤボンディング可能な面を
含む、前記デバイス。
【請求項６】
請求項３に記載のデバイスであって、前記温度感知素子がサーミスタを含む、前記デイバ
ス。
【請求項７】
請求項６に記載のデバイスであって、前記サーミスタが負の温度計数（ＮＴＣ）サーミス
タを含む、前記デイバス。
【請求項８】
請求項３に記載のデバイスであって、前記近位貫通孔上に密封封止される圧力感知素子を
含む、前記デバイス。
【請求項９】
請求項３に記載のデバイスであって、前記円筒状のボディ部の外側円周上にねじ部を含む
、前記デイバス。
【請求項１０】
請求項３に記載のデバイスであって、前記導電性面にワイヤボンディングされる１つまた
は複数の導電性パッドを有するプリント回路板を含む、前記デバイス。
【請求項１１】
請求項１に記載のデバイスであって、前記第２のオリフィスが半円形の断面を有する、前
記デバイス。
【請求項１２】
請求項１に記載のデバイスであって、前記第２のオリフィスが、前記貫通孔に向かって先
細りにされる、前記デバイス。
【請求項１３】
請求項１に記載のデバイスであって、前記円筒状のボディ部に機械的に結合されるコネク
タ部を含む、前記デバイス。
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